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 1. Wafer Saw เปนข้ันตอนการนําแผน Wafer มีลักษณะเปนแผนวงกลมซ่ึงจะมีวงจร
อิเล็กทรอนิกสเล็กๆ เปนจํานวนนับหม่ืนวงจรในหนึ่งแผนและในแตละแผนจะมีความหนา
ประมาณ 8-11 ไมโครอินช มาติดลงบนเทป (Mount Tape) แลวนําเขาตูอบในอุณหภูมิประมาณ 100 
องศาเซลเซียส จากนั้นนําออกมาตัด (Saw) แผนวงจรแตละวงจรออกจากกันโดยจะมีลักษณะเปน
ส่ีเหล่ียมเทาๆ กันดังแสดงในภาพท่ี 1.2 โดยเคร่ืองจักรท่ีมีความละเอียดและแมนยําสูงมากๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.2  ข้ันตอนการทํา Wafer Saw 
 
 2. Die attached เปนข้ันตอนการหยิบแผนวงจรหรือ Die ท่ีผานการ Saw มาแลวมาติด
ลงบนแผงวงจรหรือ Lead Frame ท่ีผลิตจากทองแดงดวยกาวชนิดพิเศษ (Epoxy) ดังแสดงในภาพท่ี 
1.3 และใน 1 แผงวงจรสามารถติดแผนวงจรได 140 แผน โดย Lead Frame แตละชนิดสามารถติด
แผนวงจรไดไมเทากัน ข้ึนอยูกับชนิดของงาน หรือ Lead Type  

 

       
 

ภาพท่ี 1.3  ข้ันตอนการ Die attached 
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 3. Wire Bond เปนข้ันตอนการเช่ือมวงจรระหวางแผนวงจร (Die) กับแผงวงจร (Lead 
Frame) ดวยลวดทองคํา 99.9% แสดงดังภาพท่ี 1.4 ดวยเคร่ืองจักรท่ีมีความละเอียดและแมนยําสูง
มากเชนกัน ในปจจุบันบางบริษัทมีการเช่ือมแผนวงจรดวยลวดทองแดงแตตองใชเคร่ืองจักรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนและมีข้ันตอนการปรับคาตางๆ ของเคร่ืองจักรท่ียุงยากกวา แตตนทุนของ
ลวดทองแดงจะตํ่ากวาลวดทองคํา 

 

  
 

ภาพท่ี 1.4  ข้ันตอนการ Wire Bonder 

 
 4. Mold or Encapsulate เปนข้ันตอนการฉีดพลาสติกเพื่อปดแผนวงจรและการเชื่อม
แผงวงจรแสดงดังภาพท่ี 1.5 แตกอนท่ีจะฉีดพลาสติกจะตองอบใหกาว Epoxy แหงกอนดวยความ
รอน 175 องศาเซลเซียส 

 

    
 

ภาพท่ี 1.5  แผงวงจรกอนและหลังการฉีดพลาสติก Mold or Encapsulate  
 

แผงวงจรกอนขันตอนการ Mold แผงวงจรหลังขันตอนการ Mold 
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 5.  Marking เปนข้ันตอนการระบุรหัสของตัวงานดวยแสงเลเซอร (Laser) ทําใหเกิด
ความรอนจนผิวของตัวงานไหมเปนตัวเลขหรืออักษรแสดงดังภาพท่ี 1.6 ซ่ึงงานแตละชนิดจะ
กําหนดรหัสบนตัวตางๆ กันไปบางลูกคาก็ใหรหัสเปน วัน เดือน ป ท่ีผลิต  

 

       
 

ภาพท่ี 1.6  ข้ันตอนการ marking  
 

 6.  Plating เปนข้ันตอนการชุบผิวแผงวงจรดวยดีบุกแสดงดังภาพท่ี 1.7 แผงวงจร
ท้ังหมดจะถูกเคลือบผิวดวยดีบุก ซ่ึงในอดีตจะเปนการชุบดวยตะกั่วแตหลังจากไดมีการกําหนด
มาตรฐานใหมและเพื่อกําจัดผลกระทบจากสารตะก่ัวกระบวนการ Plating จึงไดเปล่ียนมาเปนชุบ
ดวยดีบุกแทน ในโรงงานผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญและมีกําลังการผลิตมาก ก็จะลงทุน
ซ้ือและติดต้ังเคร่ืองจักรท่ีทําการชุบผิวนี้เอง แตบริษัทท่ีมีขนาดเล็กมีขอจํากัดทางพื้นท่ีและบุคลากร
โดยตรงก็จะจางโรงงานท่ีรับชุบผิวผลิตภัณฑทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะซึ่งก็มีไมมากนักและท่ี
สําคัญตองผานมาตรฐานหรือขอกําหนดตางๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.7  แผงวงจรกอนและหลังการ Plating   



5 
 

 7. Trim & Form ข้ันตอนนี้จะทําการข้ึนรูปขางาน ตัดงานออกจากแผงวงจรและบรรจุ
ตัวงานใสหลอดพลาสติกแสดงดังภาพท่ี 1.8 ลักษณะของการข้ึนรูปขางานของ I.C. นั้นมีหลักๆ อยู 
2 ชนิดคือ Surface mount และ Thru Hole ในข้ันตอนนี้ขาของตัวงานจะตองสัมผัสกับแมพิมพ
โดยตรงในขณะท่ีข้ึนรูป  

 

         
 
ภาพท่ี 1.8  การข้ึนรูปขางานและบรรจุงานใสหลอด   

 
 I.C. ชนิดท่ีเปน Surface mount นั้นจะมีลักษณะเหมือนปกนกหรือเรียกวา Gull wing 
เวลาใชงานก็จะนําไปวางบนแผน PCB (Print Circuit Board) แสดงดังภาพที่ 1.9 สวนงานชนิด 
Thru Hole นาของงานจะเสียบทะลุผานรูของแผน PCB หรือเสียบลงในชองเสียบ (Socket) แสดงดัง
ภาพท่ี 1.9 โดยท่ีขนาดหรือระยะตางๆของตัวงาน I.C. กับแผน PCB จะมีมาตรฐานเดียวกันถึงแมจะ
ผลิตจากคนละโรงงานกันก็สามารถประกอบเขากันไดโดยมาตรฐานท่ีใชกันทั่วโลกคือ JEDEC 
STANDARD 
 

    
 

ภาพท่ี 1.9  ลักษณะของงานชนิด Surface mount และ Thru Hole   
 

Surface Mount Thru Hole 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อปรับปรุงความสามารถของเคร่ืองจักร ใหสามารถผลิตสินคาจากแผงวงจรชนิด PPF 
(Pre- Plated Frame) ไดอยางมีคุณภาพตามขอกําหนดของลูกคา 

 
1.3 ขอบเขตและขอจํากัดงานวิจัย 
 1. การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ วิธีการคร้ังนี้จัดทําข้ึน
เฉพาะโรงงานในกรณีศึกษาเทานั้นเนื่องจากแตละโรงงานจะมีเทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
ท่ีไมเหมือนกัน โดยผูวิจัยจะใชทฤษฎีการวิเคราะหผลกระทบ Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA) การหาสาเหตุ Cause and Effect Diagram การควบคุมการผลิตดวยหลักทางสถิติ Statistical 
Process Control การนําเทคโนโลยี Diamond Film Coating (DFC) การเคลือบผิวเคร่ืองมือ และการ
ข้ึนรูปแบบเอียงเขามุม (Incline Form) มาใชในการวิเคราะหถึงผลกระทบ หาสาเหตุ และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในกระบวนการข้ึนรูปขางานเน่ืองจากขอกําหนดของลูกคา
ไมอนุญาตใหมีรอยขูด ขีดใดๆ บนขางาน (Scratch on Lead) และข้ึนรูปขางานใหไดตามขอกําหนด
ของลูกคา 
 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และวิธีการ คร้ังนี้จัดทําข้ึนเฉพาะงาน
ชนิด 8Leads Small-outline gull-wing package (SOIC: Small outline Integrated Circuit) แสดงดัง
ภาพท่ี 1.12 

 

                            
 

ภาพท่ี 1.12  ลักษณะงานชนดิ 8Leads Small-outline gull-wing package (SOIC) 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. สามารถปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และวิธีการมาผลิต I.C. จากแผงวงจร PPF ได 
  2. ประหยัดงบประมาณท่ีจะตองซ้ือเคร่ืองจักรใหม 
 3. เพิ่มยอดการผลิตของบริษัท 
  
1.5 แผนการดาํเนนิการ 
 
ตารางท่ี 1.1  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 
 

 
 
 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ศึกษาขอมลูของ Lead Frame PPF (NiPd Au)

2 ศึกษาขอกําหนดลูกคาสําหรับงาน  Lead Frame PPF (NiPd Au)

3

ศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเคร่ืองจักรและกระบวนการผลิต

ดวยหลักการ FMEA, Fish Bone Diagram และทฤษฏี Why - Why

 Analysis

4 ศึกษาเทคโนโลยี DF Coating (Dimond Film Coating)

5 ศึกษาหลักการข้ึนรูปขางานแบบ เอียง (Incline Form)

6
แกไขปรับปรุงอุปกรณท่ีใชข้ึนรูปขางานใหเปนแบบ Incline 

Form และเคลือบผิวดวยกรรมวิธี DF Coating

7 ออกแบบการทดลอง

8 ติดต้ังอุปกรณข้ึนรูปขางานและทําการทดลอง

9 สรุปผลการทดลอง

10 ผลิตงานจริงและติดตามผล
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ระยะเวลา (เดือน)
ลําดับ ข้ันตอนการทําวิจัย หมายเหตุ


